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Abstract (en)
A method for preparing underground slit walls has a slitting head (10) comprising a support frame (10) with one or two rotating cutting discs (12, 12')
lowered into the ground by a telescopic support. The slitting head removes materials from under the head and the spoil is directed to the void above
the head. At the same time a binding fluid is injected into the spoil via a duct (41) terminating at the slitting head. The slit is cut by repeated raising
and lowering of the slitting head, which mixes the setting fluid with the spoil. The spoil and setting fluid set eventually to form the slit wall.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem mindestens ein an einer Schlitzwandfräse (10)
angeordnetes Fräsrad (12,12') durch einen Antrieb in eine Drehbewegung versetzt wird, die Schlitzwandfräse (10) in den Boden abgesenkt wird,
wobei unterhalb des Fräsrades (12,12') befindliches Bodenmaterial abgeräumt und ein Frässchlitz (3) hergestellt wird, und der Frässchlitz (3) mit
einer abbindbaren Flüssigkeit aufgefüllt wird. Dabei ist vorgesehen, dass das abgeräumte Bodenmaterial vom Fräsrad (12,12') in einen rückwärtigen
Bereich (4) des Frässchlitzes (3) gefördert wird, dass das abgeräumte Bodenmaterial im Frässchlitz (3) mit der abbindbaren Flüssigkeit durchmischt
wird, und dass das abgeräumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Frässchlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird. Die Erfindung
betrifft ferner eine Schlitzwandfräse (10) und Schlitzwandfräsvorrichtung (1). <IMAGE>
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